
 

 

 

平成 24 年１月 19 日 

各      位 

会 社 名  株式会社 EMCOMホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 金 学敏 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 7954） 

問合せ先  執行役員経営企画部長 高森 眞子登 

電話      050-3155-4370 

 

本社移転に関するお知らせ 

 

当社は，平成24年１月19日開催の取締役会において、平成24年３月開催予定の株主総会で「定款の一部

変更の件」について議案を上程し、本社を移転することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

致します。 

 

記 

 

１．新本社所在地 

  東京都品川区西五反田１丁目21番８号 ＫＳＳ五反田ビル５階 

 

２．移転時期 

  平成24年１月30日（月）を予定しております。 

 

３．移転理由 

新たな事業環境の再整備を行い、業務効率化を図るとともに、現在、当社グループが取り組んでいる固 

定費の削減の一環として、長期的な賃料が削減されるため。 

 

４．業績に与える影響等 

 本件による当社の平成24年12月期の連結業績予想に与える影響につきましては、現在精査中ですので、

平成24年２月に公表予定の平成24年12月期決算短信における連結業績予想に織り込んで開示いたします。 

 

５．その他 

 定款上の本店所在地につきましては、平成24年３月開催予定の定時株主総会において、現在の東京都千

代田区から東京都品川区へ変更する旨の定款変更に関する議案を上程する予定です。      

なお、移転に伴います電話番号等の連絡先の変更等につきましては、決定次第順次当社ホームページに 

掲載させていただきます。 

以上 


